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Предисловие

Эта книга предназначена для разработчиков цифровой аппаратуры. В ней рас-
сматриваются принципы аналоговой схемотехники, имеющие важное значение
для проектирования высокоскоростных цифровых систем. На конкретных при-
мерах объясняется сущность проблем, связанных с резонансными колебаниями,
перекрестными помехами и электромагнитным излучением, которые, как правило,
являются неотъемлемой чертой быстродействующей цифровой аппаратуры.

В материале книги нет ничего принципиально нового. Напротив, в течение
многих лет рассматриваемые в книге проблемы являются темой постоянных об-
суждений специалистов и постоянно упоминаются в технической документации.
В книге просто собран опыт, накопленный за многие годы. Поскольку многие
из вопросов, включенных в книгу, не рассматриваются в стандартных учебных
курсах, инженеры-практики часто относятся к эффектам, проявляющимся в высо-
коскоростных цифровых схемах, как к чему-то мистическому. У них эти эффекты
получили название “черная магия”. Авторам хотелось бы развеять широко распро-
страненный миф о том, что на высоких рабочих частотах с быстродействующими
схемами происходит нечто необычное и необъяснимое. Надо всего лишь знать
физические законы, лежащие в основе этих эффектов, и правильно их применять.

Разработчикам низкоскоростных цифровых схем нет необходимости в этих
знаниях. В низкоскоростных цифровых схемах сигналы не теряют четкости, а ха-
рактер работы реальной схемы прекрасно согласуется с логической схемой.

В быстродействующей цифровой схеме короткие фронты сигнала приводят
к усилению проявления аналоговых эффектов, и здесь логические сигналы выгля-
дят совершенно по-другому. Разработчики быстродействующих цифровых схем,
как правило, имеют дело с искаженным почти до неузнаваемости цифровым сиг-
налом. Для того чтобы добиться нормального функционирования быстродейству-
ющей аппаратуры разработчикам необходимо понимать и правильно использовать
принципы аналоговой схемотехники. В этой книге объясняется, в чем заключа-
ются эти принципы и как они применяются на практике.

Использовать формулы и примеры, приведенные в данной книге, могут и те,
кто не изучал теории аналоговых схем. Тем же, кто прошел вводный курс по
теории линейных цепей, это позволит глубже усвоить изложенный в данной книге
материал.
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Главы 1–3 посвящены основам аналоговой схемотехники, параметрам логи-
ческих элементов, определяющим их быстродействие, и технике выполнения из-
мерений в быстродействующих схемах. Эти три главы представляют собой ядро
книги и являются обязательным материалом при изучении принципов разработки
быстродействующей цифровой аппаратуры.

Остальные главы, с 4 по 12, посвящены отдельным вопросам проектирования
высокоскоростной цифровой аппаратуры. Их можно читать не по порядку.

В приложении А собраны выводы по каждой главе, в которых сформулирова-
ны наиболее важные идеи и концепции. Это приложение может использоваться
как перечень контрольных вопросов на этапе системного проектирования и как
указатель к материалу книги при поиске варианта решения сложной проблемы
в процессе работы.

В приложении Б подробно описаны допущения, на которых базируются раз-
ные методы определения времени нарастания сигналов различной формы. Этот
раздел поможет сравнивать результаты, приведенные в данной книге, с данными
из других источников и соответствующих стандартов.

В приложении В приведены стандартные приближенные формулы расчета
сопротивления, емкости и индуктивности физических структур. Эти формулы
приведены в формате, предназначенном для расчетов в табличном математическом
пакете MathCad.
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